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EasyFairs
Packaging
Innovations se
celebra junto con
EasyFairs Labelling
Innovations

La wemoera edicion de casyFairs Packagring
Innovations Barcelona 2010, el Salén Inter-
nacional de Tendencias en Packaging de Alio
WVabor Afiadido, wendrd lugor en ¢ CCIB-Re-
cinto del Firum de Barcclona los diss 14 v
15 de abril. En esta ocasion, b novedsd nadi-
ca en que se celehrari paralelamente con
easyFairs Labelling Innovations Baroelona
2010, el Sakin Internacional del Etiquetado,
Codificacson, Trazabilidad ¢ Imgresidn del
sur de Europea.

Mis de 150 expositores, al menos un 206
de ellos imermackonales, mostraran kos -
mos avinees en disefio grifico e industnal,
branding v gestiin de marca, ransfonmacion

nateriakes, ecopackaging, PLV, embalaje
publicitano v proamocional, servicios de im-
presidn y packaging intelipenee, en el caso de
casyFuirs Packnging Innovations. En el sa-
Ion de c.us:, Fairs lah:ll.mg Innovations, se

ficacwm, trumbibdad, proceses v nm.]uwm
de impresion, nuevos materiales, RFID, so-
luciones de seguridid v adhesivos v tintas,

Una cartera de salones innovadores
La prixima edicidn del Salin casyFuirs
Packagnig Innovitions Barceloni presentad
numerosas novedades. No sio por parte de
Ins cxpositones, sin tmmbién por la inclu-
sicn de muevae dreas con sdentdad progaa, La
primers es ka denominada Zona Design in
liady, en b que se mostran las novedades en
m]mdemmmmm
Iadia. Lo sepionda e el Anes Wordd Design,
un espacio-de inspiracicn donde descobrir ides
de fodows s nncemes diel mundo. Ademds, du-
rante &l salin se presentasi ¢ Infome de Ten-
dencias del Packaging de Disafio, realizado
mmyfmmﬂqxnedmnmﬂﬂi las en-

al rple cxclo de Semunarios Independienies
leamShops gratnitos. En el saldn easyFaim
Packaging Innovations se realizarin dos de
los ciclos, que trstarin temas sobre packs-
ging especializados en el dmea de Eoopack,
conrganizados con ITENE -Instituso Toono-
ligico del Embaluje, Transporte v Logistica,
v de Brandpack. En el salin eacyFairs Labe-
Hing Innovations, por s parte, tendr logar
el tercer ciclo v estard enfocado a RFID, co-
ding y lnbelling.
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